
まえがき＝近年，プリント配線基板

高多層基板が適用されるようになり，加工がより困難と
なる材料が使われるようになってきている。加えて表面
実装パターンの微細化に伴いドリル加工される穴径も小
さくなり，単位面積あたりの加工穴数も増加し，更には
生産コスト低減のために，より多くの PCBを重ね合わせ
て加工に供する傾向にある。
　このような状況から，ドリル加工用治具板に求められ
る特性もますます重要視されてきている。図 1に多層
PCBの構造を示す

1）。PCBに加工される代表的な穴径と
種類は，表面実装基板内外層めっき接続専用の直径 0.20
～ 0.45mmの PTH（Plated through hole）P 浬 性 ｂ / 新

種
P








